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Applications connectique 
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 Une solution innovante pour 
l’assemblage de connecteurs sur PCB 
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 Animation présentation process S.B.L. 
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 Rendre votre processus de fabrication compatible en 

refusions double face. 
 Apport de soudure et flux sur chaque sorties de 

contacts. 
 

 



Technologie Solder Flux Bearing Lead 

Journée Technique GFIE 02.04.2015 - Techno SBL TEKA 

Technologie Solder Flux Bearing Lead 
 Process refusion compatible pour des connecteurs avec 

broches traversantes en une seule passe et avec 
d’autres composants CMS. 

 Compatible avec les équipements et process de soudure 
CMS conventionnels. 

 Suppression d’opérations supplémentaires de brasage 
vague, soudure sélective, reprise soudure manuelle.  

 Sans soudure, patte à braser ou flux additionnels. 
 Joints de soudure suivant directives IPC classe III. 
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 Une alternative à la technologie Connexion Insérées en 

force (connections empilables, reprises arrières). 
 

 
Zone de reprise arrière Au 

Apport de soudure & flux 

Isolant Haute T°C 



Connections empilables 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pause and show Shockwave animations from desk top.
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 Une alternative au process « Pin In Past » et ses 

limitations, complications (pontets de soudure, pas de 
reprise arrière, mise en œuvre…) 

 Volume de soudure et flux adapté selon épaisseur du 
PCB. 

 
 

SAC Alloys is compatible with all major electronic 
grade fluxes on the market today, and is available in 
paste and wire form in 
no-clean, water soluble and rosin chemistries. 

LEAD-FREE ALLOY 
NAME: SAC305 
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 Refusion de connecteurs traversants, multi-rangées (3 

rangées ou plus) au pas de 2,54 ou 2,00 mm. 
 Refusion possible de connecteurs encartables sur PCB. 

 

Avant refusion Après refusion 
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 Produits standards RoHS, 
 Versions Pb sur demande.  
 Pas de modification des trous sur PCB 
 

1,09 +/- 0,08 mm 

0,635 x 0,635 mm 



Technologie Solder Flux Bearing Lead 

Journée Technique GFIE 02.04.2015 - Techno SBL TEKA 

Technologie Solder Flux Bearing Lead 
 

Technologie innovante qui permet une mise en place du 
connecteur plus facile et plus rapide. 

Les connecteurs TEKA dotés de la technologie SBL peuvent 
être utilisés en remplacement de connecteurs traditionnels. 

 



Technologie Solder Flux Bearing Lead 

Journée Technique GFIE 02.04.2015 - Techno SBL TEKA 

Technologie Solder Flux Bearing Lead 
 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. 
• Type de four. 
• Nombre de zone de chauffe. 
• Configuration de la carte. 
• Type de composants et leur emplacement 

physique sur PCB (diffusion de T°C). 
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Avantages: 

• Utilisation de connecteurs traversant 
en process refusion. 

• Meilleure tenue mécanique des 
connecteurs traversant, sur PCB / CMS. 

• Suppression des opérations de reprise. 
• Gain en temps et coût fabrication. 
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Connectique proposée par TEKA en SBL: 

 
• PC104 / PC104+ 
• Embases « HE10 / DIN 41651 » bas profil. 
• Embases mâles pas de 2,54 & 2,0 mm. 
• DIN 4162 mâle Type C coudé. 
• PC Card & CompactFlash femelle. 

 
 

 

http://www.tekais.com/pc_card.asp
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N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
complément d’information nécessaire. 

Franck SUBTIL 
Responsable Département Connectique 
Tel: +33 (0)1 69 28 05 06 
E-mail: franck.subtil@cotelec.fr 
Sites internet:www.cotelec.fr 
         www.tekais.com 
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Connectique  Standard 

mailto:franck.subtil@cotelec.fr
http://www.cotelec.fr/
http://www.provertha.com/
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